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QUICK posiada ponad 10 lat doswiadczenia w opracowywaniu urzadzen
wizyjnych, obejmujacego algorytmy wizyjne, uczenie maszynowe i
glebokie, sterowanie ruchem, precyzyjne moduly optyczne oraz
skalowalne platformy programowe. Rozwigzania stosowane s3 w
procesach SMT oraz w inspekcji i pomiarach w obszarze opakowan
potprzewodnikowych (substraty, wafle, die bonding, wire bonding).
Oferujemy rowniez dostosowane moduty i urzadzenia AOl do

zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
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Przykltadowe zastosowania:

> Inspekcja przed/po lutowaniu rozptywowym (SMT pre/post reflow)
> Inspekcja przed/po lutowaniu falowym

> Inspekcja modutow poktadowych dla pojazdow elektrycznych

> |Inspekcja i pomiary DBC/AMB, die bond i wire bond

> Inspekcja mikrootworéw (microvia) na FPC o duzej gestosci

> Inspekcja i pomiary modutéw urzadzen wearables — wszystkie strony

> Inspekcja tagczona: komponenty SMT, dozowanie, mylar (all-in-one)
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/I Zastosowana Technologia

5-warstwowe, 8-kanatowe oswietlenie

Swiatto wspétosiowe

Biate swiatto pod duzym katem 1
Biate swiatto pod duzym katem 2
Swiatto UV

Biate swiatto pod niskim katem 2

Advantages:

v Wielokierunkowe oswietlenie.
Uzyskiwanie réznych efektéw swietlnych przy oswietleniu pod duzym, srednim i matym katem.

v Wyréznianie cech defektéw dzieki obrazom z 12 kanatéw oswietlenia.
Tradycyjne zrédta RGB generuja jedynie obrazy z 3 kanatéw.
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Element o Jasnej Element o Ciemnej  Element Refleksyjny Uszkodzony Zarysowanie Uniesione Przesunigcie
Powierzchni Powierzchni (o wysokim element Powierzchni Wyprowadzenie Elementu
potysku) (n6zka)

Technika Wieloczestotliwosciowych Prazkow Moiré

: 5mmsWysoko$é Komponentéws25mm : 5mmsWysokos$¢é Komponentéws25mm
:. .’:?Ef Efe.s.u:lllrl ? ff --------- S.r.e 9 '.‘i.a.c.z .ef‘? :Ii'v!o'é.é.: Wysoka czestotliwosé Niska czestotliwosé ;rednia czestotliwosé Wysoka czestotliwosé
Wysokos¢ Komponentow<Smm ; Wysokos$¢é Komponentéw<5mm

Projekcja L

prazkéw Pro!ek’cja

Moiré prazkéw
Moiré

v Goérna kamera rejestruje wzory prazkédw Moiré o zmiennej czestotliwosci i réznych katach,
nastepnie oblicza réznice fazowe i odtwarza profil wysokosci obiektu.




/I Zastosowana Technologia

Rejestracja Obrazu w Locie i Bezszwowe taczenie Obrazow

qo eluazaky eibojouyosa ] eulfahpes)
qo eluazaky obamomzszag eibojouyosa |

Mozel

-

Mmozel

« Predkos¢ rejestracji obrazu w locie do 430 mm/s (przy 15 uym)

 Jedno klikniecie umozliwia przetgczanie miedzy trybem rejestracji w locie a trybem
zatrzymaj-i-skanuj.
« Eliminacja znieksztatcen obrazu.

Automatyczne Doskonalenie Modeli Al

System

@% Automatycznego
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Kompleksowe Rozwigzania Programowe
—l

System
Zdalnego
Zarzadzania

Post reflow
30 <Pl Pre reflow oven EPOCH

oven EPOCH AOI
AOI

Oprogramowanie QUICK tworzy spojny ekosystem wspierajgcy koncepcje
inteligentnej fabryki, pozwalajacy na podniesienie efektywnosci procesow

produkcyjnych i jakosci wytwarzania.

=
—
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Oprogramowanie SPC Systemy zdalnego zarzadzania




/I Zastosowana Technologia

Kompleksowe Rozwigzania Programowe

Stabilne dziatanie
algorytmu niezaleznie
od koloru PCB

Algorytm ograniczania refleksow — usuwa
zaklocenia spowodowane odbiciami swiatta

Wielokierunkowe projektory pod duzym
katem — ograniczajg zacienienie i
zakrycie komponentow
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Inteligentne taczenie danych z wielu

projekcji — eliminuje luki i zaktécenia
spowodowane przeswietleniem obrazu

Algorytm OCR oparty na sztucznej
inteligencji — Eliminuje potrzebe
czasochtonnego wstepnego
przetwarzania obrazu, zapewniajac
znacznie wyzszg doktadnos¢ i
stabilno$¢ w poréwnaniu z
tradycyjnymi metodami OCR.
System skutecznie rozpoznaje
znaki nawet w trudnych warunkach
przy rozmyciu, zabrudzeniach,
nierownym oswietleniu, niskim
kontrascie czy innych zakiéceniach
obrazu.

aberey b
(5} Baspherey

Technologia HDR - doktadna
rekonstrukcja 3D elementow
0 zréznicowanym
wspotczynniku odbicia
sSwiatta




QUICK 3D AQI

§ o
3D AOl Zapewniajace

Wysoka Jakos¢ Inspekciji

Ryzyka zwigzane z rekonstrukcjg 3D ptytki PCB

Niska jakos¢ rekonstrukcji 3D
dla wysokich komponentow

_— e

Duze réoznice we
»  wspotczynniku odbicia
elementow

Wysoka gestosé montazu
powodujaca zacienienia

Wielokrotne odbicia swiatta
zaktécaja wynik rekonstrukciji 3D

Rozwigzania Technologiczne QUICK

B Technologia tréjczestotliwosciowych prazkéw Moiré zapewniajgca wysoka doktadno$¢ pomiaru i
szeroki zakres pracy.

m Technologia HDR umozliwiajagca precyzyjna rekonstrukcje 3D elementow o r6znym poziomie
refleksyjnosci.

B Oswietlenie z wielu projektorow pod duzym katem, redukujace cienie i zastoniecia komponentow.

B Inteligentny algorytm fuzji danych, ktéry skutecznie wydobywa informacje pomiarowe, eliminujac

szumy i zaklidocenia spowodowane odbiciami swiatta.



// QUICK 3D AOI A300T

Cechy Techniczne
o Szybka i precyzyjna platforma z silnikiem liniowym.

realistyczne informacje 3D.

o Projekcja pod wysokim katem 4/8, skutecznie redukujaca
efekt cienia.

o Doskonate potaczenie algorytméw 2D i 3D.

eliminuje wptyw wypaczenia ptytki.

A

Specyfikacja

EPOCH A300T / A300T-D

Zastosowanie Inspekcja przed i po lutowaniu rozptywowym SMT (Pre/Post Reflow)
Kamera Kamera 12 MP o wysokiej predkosci rejestracji
Zrédto $wiatta Wielokierunkowe zrédto RGBW, cztery kierunki projekcji
System optyczny - —
Rozdzielczos¢ optyczna 10um /15 pm
Predkos¢ inspekcji 450 ms / pole widzenia (FOV)
Tryb programowania Programowanie reczne, import danych CAD, programowanie Al

Nieprawidtowe ustawienie, brak, przekrzywienie, tombstoning, odwrécony,

Wada komponentu B . . .
przewrécony, niewtasciwe komponenty, uszkodzony komponent, polaryzacja

Kontrola usterek . Wypustki lutownicze, wydmuchy, kuleczki lutownicze, niedostateczna ilo$¢ lutu,
Wada potaczenia . .
nadmiar lutu, mostek lutowniczy, odksztatcona stopka,

lutowanego zanieczyszczenie/zarysowanie ztotych stykow.
System sterowania osiami X-Y Naped z silnikiem liniowym
Doktadnos¢ pozycjonowania osi X-Y 5um
Rozmiar nosnika PCB 50 x 50 mm (Min) ~ 510 x 500 mm (Max)
Krzywizna PCB <5mm
Grubos¢ mierzonej ptytki 0,6 - 5mm
Wysoko$¢ przenosnika PCB 880 — 920 mm

Lewe wejscie i prawe wyjscie, prawe wejscie i lewe wyjscie (ustawienie

Kierunek przeptywu PCB fabryczne)
Maksymalne obcigzenie przenosnika 5kg

Regulacja szerokosci przenosnika, transport . - .
gulacy P P Automatyczna regulacja szerokosci, transport tasmowy

komponentéw
dopumoreng sora 45 mm
(omponanta 08 60
Masa urzadzenia 900 kg
Wymiary (szer. x gt. x wys.) 1000 x 1500 x 1650 mm
Zasilanie 200 - 240V, jednofazowe, 50/60 Hz, 3 kVA.

Zasilanie powietrzem 5-6 bar

Bezpieczenstwo Spetnia normy CE

Oprogramowanie do programowania offline (standard), stacja konserwacyjna

Ol I (standard), system zarzadzania SPC (opcjonalnie), integracja z MES.

AN . .
EU:CK

e Zaawansowany algorytm rekonstrukcji 3D, rekonstruujacy

o Adaptacyjny algorytm koloréw, odporny na rézne kolory PCB.
o Wielopozycyjny i dynamiczny algorytm odniesienia wysokosci

T



QUICK Deep Lkearning AO

Inspekcja SMT przed i po lutowaniu rozptywowym

Lde;cﬁne AOI

Model inspekcji catej ptytki trudnosci w analizie catej ptytki i rozwigzywaniu problemu

zmniejsza liczbe btednych CT,
klasyfikacji spowodowanych gesty montaz utrudnia detekcje,
réznicami koloréw i wysoki odsetek fatszywych alarméw, koniecznos¢ czestej

zréznicowaniem komponentéw. weryfikacji recznej.

Inspekcja SMT o wysokiej gestosci i ztozonosci )
Sledzenie obrazu

catej plytki

Detekcja uktadéw scalonych
na catej powierzchni PCB

Wykrywanie kul lutowniczych,
zarysowan i zanieczyszczen na
catej plytce

Eliminacja problemu
Inspekcja kompletnych ptyt 5G / HPC zastaniania
elementéw przy
gestym montazu

v

Przewaga Technologiczna

B Wysoka predkosé rejestracji obrazu w locie oraz bezszwowa technologia taczenia obrazéw.

B Algorytmy Al zwiekszaja pokrycie inspekcji i skutecznosé wykrywania defektow.
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Specyfikacja

Cechy Techniczne

o Potaczenie algorytméw Al z klasycznymi metodami detekcji
znaczgco zwieksza zakres i skutecznosé inspekgciji.

o Technologia bezszwowego tgczenia obrazéw eliminuje
znieksztatcenia podczas analizy.

o Wielokanatowe zrédta swiatta umozliwiajg dobér optymalnego
oswietlenia dla réznych typow defektow.

¢ Inspekcja w biatym swietle zapewnia doktadne odwzorowanie barw i
szczegotow.

o Jedno klikniecie pozwala przetaczaé miedzy trybami: rejestracja w
locie, czesciowa rejestracja w locie oraz zatrzymaj-i-skanuj.

o Skuteczna detekcja defektow takich jak kule lutownicze, podwdjne
komponenty czy zarysowania PCB — na podstawie algorytmow Al.

o Obstuga trybu produkcji mieszanej. (mixed production mode)

EPOCH A200T / A200T-D

Zastosowanie
Kamera

Zrédto $wiatta
System optyczny

Rozdzielczos¢ optyczna
Predkos¢ inspekciji

Wada komponentu

Kontrola usterek Wada potaczenia

lutowanego

Wady Mini LED

System sterowania osiami X-Y
Doktadnos$¢ pozycjonowania osi X-Y
Min. rozmiar no$nika PCB

Max. rozmiar nosnika PCB

Grubos$¢ mierzonej ptytki
Wysoko$¢ przenosnika PCB
Maksymalne obcigzenie przenosnika

Regulacja szerokosci przenosnika, transport

komponentéw
Maksymalna S
dopuszczalna
wysokos¢ DGt
komponentu

Masa urzadzenia
Wymiary (szer. x gt. x wys.)
Zasilanie

Zasilanie powietrzem

Oprogramowanie

Inspekcja przed i po lutowaniu rozptywowym SMT (Pre/Post Reflow)
Kamera 5 MP / 12 MP o wysokiej predkosci rejestracji
Wielokierunkowe Zrédto o wysokiej intensywnosci
43 pum /10 pum /15 pm/ 20 pm
Rejestracja w locie do 430 mm/s (15 pm)

Brak elementu, efekt ,nagrobka”, przechylenie, btedna polaryzacja, rotacja,
nieprawidtowe pozycjonowanie, uszkodzenie, odwrdcenie, zanieczyszczenie,
unoszenie lutowia, OCV

Nadlew lutowia, pecherze, kule lutownicze, niedostatek lub nadmiar lutowia,
mostki lutownicze, uniesione wyprowadzenia, zanieczyszczenia lub zarysowania
pél ,gold finger”, nieprawidtowy ksztatt spoin

Wielokrotne chipy, brak chipu, odwrécenie, przesuniecie, unoszenie, martwe LED,
zwarcia wewnetrzne, nadmiar lutowia, zimne luty, zanieczyszczenia

Naped z precyzyjng $rubg kulowa
10 ym
50 x 50 mm

A200T - 470 x 510 mm
A200T-D: pojedynczy tor 510 x 620 mm, podwdjny tor 510 x 330 mm

0,6 - 5mm
880 — 920 mm
5kg

Automatyczna regulacja szerokosci, transport tasmowy
28-50 mm

60 mm

Okoto 750 kg (model D - ok. 900 kg)
1000 x 1350 x 1650 mm
200-240 V AC, 1 faza, 50/60 Hz, 3 kVA
5-6 bar

Programowanie offline (standard), stacja serwisowa i system SPC (opcjonalnie),
oprogramowanie Deep Learning (opcjonalnie)
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Specyfikacja
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Cechy Techniczne

o Potaczenie algorytméw sztucznej inteligencji z klasycznymi

metodami inspekcji zwieksza skutecznos¢ i zakres wykrywania

defektow

e Technologia bezszwowego taczenia obrazéw eliminuje
znieksztatcenia i zapewnia jednolity obraz inspekcyjny

o Wielokanatowe oswietlenie umozliwia dobor optymalnych
warunkoéw dla réznych typow elementow i defektow

o Tryby pracy mozna tatwo przetacza¢ miedzy rejestracja w locie,

czesciowa rejestracja w locie oraz trybem zatrzymaj-i-skanuj
o System Al analizuje calg powierzchnie plytki, skutecznie

wykrywajac btedne luty, uszkodzone lub nadmiarowe elementy

oraz zarysowania powierzchni PCB

EPOCH A200CZ

Zastosowanie
Kamera

Zrédto $wiatta
System optyczny

Rozdzielczos¢ optyczna

Predkos¢ inspekciji
Tryb programowania

Wada komponentu

Kontrola usterek .
Wada potaczenia

lutowanego

System sterowania osiami X-Y-Z
Doktadnos$¢ pozycjonowania osi X-Y
Rozmiar nosnika PCB
Dopuszczalne wygiecie ptytki
Grubos$¢ mierzonej ptytki
Maksymalna wysoko$é mierzonego
komponentu

Maks. obcigzenie przenosnika
Regulacja szerokos$ci przenosnika

Maksymalna

Géra
dopuszczalna
wysokos¢ D6t
komponentu o

Masa urzadzenia
Wymiary (szer. x gt. x wys.)
Zasilanie
Zasilanie powietrzem
Bezpieczenstwo

Oprogramowanie

Inspekcja przed i po lutowaniu rozptywowym SMT
Kamera 5 MP / 12 MP o wysokiej predkosci rejestracji
Wielokierunkowe Zrédto o wysokiej intensywnosci
15 um
Do 430 mm/s
Programowanie reczne, import danych CAD, programowanie Al

Nieprawidtowe pozycjonowanie, brak elementu, przechylenie, efekt ,nagrobka”,
odwrdcenie, zty typ elementu, uszkodzenie, btedna polaryzacja

Nadlew lutowia, pecherze, kule lutownicze, niedostatek lub nadmiar lutowia,
mostki lutownicze, uniesione wyprowadzenia, zabrudzenia,
zarysowania pol ,gold finger”

Precyzyjny naped srubowy, zakres osi Z: 100 mm
10 ym
50 x 50 mm (min) — 470 x 510 mm (maks)
<5mm
0,6 - 5mm

35mm

13 kg

Reczna

28-50 mm

80 mm

Okoto 500 kg
1000 x 1350 x 1400 mm
200-240V AC, 1 faza, 50/60 Hz
5-6 bar
Zgodnos¢ z normami CE

Programowanie offline (standard), stacja serwisowa i system SPC (opcjonalnie),
oprogramowanie Deep Learning (opcjonalnie), system kodéw kreskowych
(opcjonalnie)



QUICK Deep Lkearning AQI

Inspekcja przed i po lutowaniem falg

Tradycyjne AOI

Model Al do inspekgji catej ptytki i potgczen Trudnosci w analizie catej ptytki i dtugi czas cyklu
lutowniczych Ucigzliwe tworzenie programoéw inspekcyjnych
Automatyczne programowanie oparte na Problemy z detekcjg nieregularnych potgczen
sztucznej inteligencji lutowniczych

Inspekcja ztozonych i nieregularnych potaczen lutowniczych

Trudnosé w kontroli lutéw
typu bent-lead

Zroznicowane ksztatty pol
lutowniczych: okragte,
eliptyczne, w formie ,plum
blossom”

Duza liczba elementéw
—— przewlekanych i punktéw
lutowniczych

Dodatkowe wyzwania
_ detekcyjne: pecherze, kolce
~ lutownicze, puste
przestrzenie w spoinie

Inspekcja petnej ptytki urzadzen
AGD i elektroniki uzytkowej.

Przewaga Technologiczna

B Rejestracja obrazu w locie z duza predkoscig oraz bezszwowa technologia taczenia obrazéw.

B Algorytmy Al redukuja liczbe fatszywych alarmoéw i zwiekszajg przepustowosé inspekcji.
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EPOCH AIDATZ

Specyfikacja
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Cechy Techniczne

o Zastosowanie algorytmow sztucznej inteligencji w potaczeniu
z tradycyjna analizg obrazu znacznie zwieksza skutecznos¢ i

zakres inspekcji
o Technologia bezszwowego tagczenia obrazéw eliminuje

znieksztatcenia i zapewnia wysoka doktadnosé¢ odwzorowania

o Wielokanatowe oswietlenie pozwala dobra¢ optymalne
warunki dla réznych typéw defektow

o Technika obrazowania z duzg gtebig ostrosci umozliwia
uzyskanie wyraznych zdje¢ catej powierzchni ptytki

o Latwe przelaczanie miedzy trybem rejestracji w locie,

czesciowej rejestracji w locie oraz trybem zatrzymaj-i-skanuj

e 0S$ Z przystosowana do elementow o réznej wysokosci

e Wzmocniony przenosnik zdolny do transportu ptytek o masie

do 25 kg

EPOCH A103TZ

Zastosowanie
Kamera

Zrédto $wiatta
System optyczny

Rozdzielczos¢ optyczna

Predkos¢ inspekcji
Tryb programowania

Wada komponentu

Kontrola usterek .
Wada potgczenia

lutowanego

System sterowania osiami X-Y-Z
Doktadnos¢ pozycjonowania osi X-Y
Rozmiar nosnika PCB
Dopuszczalne wygiecie ptytki
Grubos¢ mierzonej ptytki
Wysokos¢ przenosnika PCB
Kierunek transportu PCB
Maks. obcigzenie przenosnika
Regulacja szerokosci przenosnika

Maksymalna s

dopuszczzi\l'na D6t
wysokos¢

komponentu

Krawedz chwytania

Masa urzadzenia
Wymiary (szer. x gt. x wys.)
Zasilanie
Zasilanie powietrzem
Bezpieczenstwo

Oprogramowanie

Inspekcja przed i po lutowaniu rozptywowym SMT
Kamera 5 MP / 12 MP o wysokiej predkosci rejestracji
Wielokierunkowe zZrédto swiatta biatego o wysokiej intensywno$ci
17 ym
Do 430 mm/s
Programowanie reczne, import danych CAD, programowanie Al

Nieprawidtowe pozycjonowanie, brak elementu, przechylenie, btedny typ lub
nadmiarowy komponent, uszkodzenie, btedna polaryzacja

Nadlew lutowia, pecherze, kule lutownicze, niedostatek lub nadmiar lutowia,
mostki lutownicze, uniesione wyprowadzenia, zanieczyszczenia,
zarysowania pol ,gold finger”

Precyzyjny naped srubowy, zakres osi Z: 100 mm
10 ym
50 x 50 mm (min) — 510 x 510 mm (maks)
<5mm
0,6 - 5mm
880 — 920 mm
Wiot z lewej / wylot z prawej lub odwrotnie (ustawienie fabryczne)
20 kg
Automatyczna regulacja szerokosci, transport taicuchowy

110 mm
45 mm

3mm

Okoto 900 kg
1000 x 1350 x 1650 mm
200-240V AC, 1 faza, 50/60 Hz, 3 kVA
5-6 bar
Zgodnosc¢ z normami CE

Programowanie offline (standard), stacja serwisowa i system SPC (standard),
oprogramowanie Deep Learning (standard), system kodéw kreskowych
(opcjonalnie)
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o Zastosowanie algorytmow sztucznej inteligencji w potaczeniu
z tradycyjng analizg obrazu znacznie zwieksza skutecznos¢ i
zakres inspekcji

¢ Technologia bezszwowego taczenia obrazéw eliminuje
znieksztatcenia i zapewnia wysoka doktadnosé odwzorowania
- o Wielokanatowe oswietlenie pozwala dobra¢ optymalne

EPaon iAo warunki dla réznych typéw defektéw
o Technika obrazowania z duzg gtebig ostrosci umozliwia
uzyskanie wyraznych zdje¢ catej powierzchni ptytki
o Latwe przelaczanie miedzy trybem rejestracji w locie,

% . czesciowej rejestracji w locie oraz trybem zatrzymaj-i-skanuj

“‘-J e 0S$ Z przystosowana do elementow o réznej wysokosci

e Wzmocniony przenosnik zdolny do transportu ptytek o masie
do 25 kg

Specyfikacja

EPOCH A200 / A200B / A200B-L

Zastosowanie Inspekcja po lutowaniu falowym oraz przed i po lutowaniu selektywnym
Kamera Kamera 5 MP / 12 MP o wysokiej predkosci rejestracji
Zrédto $wiatta Wielokierunkowe zrédto $wiatta biatego o wysokiej intensywnosci
System optyczny - —
Rozdzielczos¢ optyczna T0pum /15 um /20 pm
Predkos¢ inspekcji 320/430/ 570 mm/s

Niewtasciwe pozycjonowanie, brak elementu, przechylenie, efekt ,nagrobka”,

L CE L CIuli odwrdcenie, zty typ komponentu, uszkodzenie, btedna polaryzacja

Kontrola usterek . Nadlew lutowia, pecherze, kule lutownicze, niedostatek lub nadmiar lutowia,
Wada potaczenia - . o . .
mostki lutownicze, uniesione wyprowadzenia, zabrudzenia,

LI zarysowania pél ,gold finger”
System sterowania osiami X-Y-Z Precyzyjny naped $rubowy
Doktadnosé pozycjonowania osi X-Y 10 um

50 x 50 mm (min) — 470 x 510 mm (maks)

ReS e ki 50 x 50 mm - 610 x 680 mm (maks, w wersji B-L)

Dopuszczalne wygiecie ptytki <5mm
Grubos¢ mierzonej ptytki 0,6 - 5mm
Wysokosé przenosnika PCB 880 - 920 mm
Kierunek transportu PCB Wiot z lewej / wylot z prawej lub odwrotnie (ustawienie fabryczne)
Maks. obcigzenie przenosnika 20 kg
Regulacja szerokosci przenosnika, transport Automatyczna regulacja szerokos$ci, transport tancuchowo-rolkowy
Maksymalna Géra 80 mm 200 mm
dopuszczalna
wysokos¢ 3
komponentu Dét 35mm 35mm
Masa urzadzenia Okoto 500 kg
Wymiary (szer. x gt. x wys.) 1000 x 1350 x 1400 mm
Zasilanie 200-240V AC, 1 faza, 50/60 Hz
Zasilanie powietrzem 5-6 bar
Bezpieczenstwo Zgodnos¢ z normami CE

Programowanie offline (standard), stacja serwisowa i system SPC (opcjonalnie),
Oprogramowanie oprogramowanie Deep Learning (opcjonalnie), system kodéw kreskowych

(opcjonalnie) I
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Cechy Techniczne

o Potaczenie algorytméw sztucznej inteligencji z klasyczna
analizg obrazu zwieksza skutecznos$¢ i zakres inspekgciji

§ o Technologia bezszwowego taczenia obrazéw eliminuje
znieksztalcenia i zapewnia wysoka doktadno$¢ pomiaru
] o Wielokanatowe oswietlenie (Swiatto biate + UV) umozliwia
dobér optymalnych warunkéw dla réznych rodzajéw defektow
- o Inspekcja w swietle biatym zapewnia wierne odwzorowanie

EpacH 201 barw i precyzyjne rozréznienie obszaréw powtoki

o Szybkie przetaczanie miedzy trybem rejestracji w locie,
czesciowej rejestracji w locie oraz zatrzymaj-i-skanuj

o Algorytmy Al skutecznie wykrywaja wady powtok, takie jak

- = pecherze, nadmiar kleju, zabrudzenia lub brak powtoki
R“—J o Wzmocniony przenosnik dostosowany do obciazenia do 25 kg

o Automatyczna identyfikacja obszaru powtoki i generowanie
okien inspekcyjnych

o Pomiar ptaskosci catej ptytki oraz grubosci powtoki ochronnej

Specyfikacja

EPOCH A201

Zastosowanie Inspekcja powtok ochronnych (Conformal Coating)
Kamera Kamera 5 MP o wysokiej predkosci rejestraciji
Zrédto $wiatta Wielokierunkowe Zrédto swiatta biatego + UV
System optyczny - —
Rozdzielczos¢ optyczna 15pum
Predkos¢ inspekcji 430 mm/s
Tryb programowania Programowanie reczne, mapa dozowania, programowanie Al

Niewtasciwe pozycjonowanie, brak elementu, przechylenie, efekt ,nagrobka”,

Wada komponentu odwrdcenie, zty typ komponentu, uszkodzenie, btedna polaryzacja

Kontrola usterek

Wada potaczenia Brak powtoki, zbyt cienka lub zbyt gruba warstwa, pecherze, nadmiar kleju,
lutowanego rozpryski, efekt ,skérki pomarariczy”, mikrootwory i inne wady powierzchni
Zakres pomiaru grubosci powtoki 30-650 pm
Doktadno$¢ pomiaru powtoki +2 um
System sterowania osi X-Y-Z Precyzyjny naped srubowy
Doktadnos$¢ pozycjonowania 10 um
Rozmiar nosnika PCB 50 x 50 mm (min) = 510 x 510 mm (maks)
Dopuszczalne wygiecie ptytki <5mm
Grubos¢ mierzonej ptytki 0,6 - 5mm
Wysokos$¢ przenosnika PCB 880 — 920 mm
Kierunek transportu PCB Wiot z lewej / wylot z prawej lub odwrotnie (ustawienie fabryczne)
Maks. obcigzenie przenosnika 20 kg
Regulacja szerokosci przenosnika, transport Automatyczna regulacja szerokosci, transport taicuchowy
Maksymalna Gora 55 mm
dopuszczelll'na Dot 60 mm
wysokos¢
komponentu Krawedz chwytania 3mm
Masa urzadzenia Okoto 900 kg
Wymiary (szer. x gt. x wys.) 1000 x 1350 x 1650 mm
Zasilanie 200-240V AC, 1 faza, 50/60 Hz, 3 kVA
Zasilanie powietrzem 5-6 bar
Bezpieczenstwo Zgodnos$¢ z normami CE

Programowanie offline (standard), stacja serwisowa i system SPC (opcjonalnie),
Oprogramowanie oprogramowanie Deep Learning (standard), system kodéw kreskowych
(opcjonalnie)
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Specyfikacja

Cechy Techniczne

o System prowadzenia z wieloma znacznikami (kursorami)
zapewnia wysoka precyzje pozycjonowania

¢ Obstuga wielu stanowisk roboczych, zwieksza wydajnosé
napraw

o Dostepne warianty sygnalizacji $wietlnej — czerwony lub
zielony

o System odciggu oparéw oraz stanowisko naprawcze (opcja)

Wymiary (szer. x gt. x wys.)
Srednica obszaru wskazania
Doktadnos¢ pozycjonowania

Odczyt kodéw kreskowych

Pole robocze
Tryb pracy
Kolor sygnalizacji $wietlnej
System operacyjny
Tryb uruchamiania
Wysokos¢ przenosnika
Odciag oparéw
Narzedzie serwisowe
Komunikacja
Moc catkowita
Zasilanie powietrzem

800 x 1650 x 950 mm
Regulowana
0,2 mm
Obstugiwany
50 x 50 — 400 x 350 mm
Reczny
Czerwony / Zielony
Windows 10
Automatyczny
900 + 20 mm
Opcjonalny
QUICK TS1200
Standard SMEMA z sygnalizacjg $wietlng (czerwony / zétty / zielony)
2 kW
0,4 - 0,6 MPa
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QUICK Deep kearning AO!

Inspekcja modutow elektronicznych w pojazdach

Tradycyjne AOI

Model Al do analizy Brak osi Z
potgczen lutowniczych Brak $ledzenia danych
Automatyczne Brak danych pomiarowych
programowanie ! potgczen lutowniczych

Wymagania dotyczace jakosci potaczen lutowniczych

Petny obraz catej ptytki z mozliwoscia
" éledzenia i poréwnywania wynikéw

Pomiar wysokosci, objetosci i kata
zwilzania potaczen lutowniczych

Wykrywanie kul lutowniczych, zarysowan i
zanieczyszczen na powierzchni PCB

_ Przystosowanie systemu do kontroli
elementow o réznej wysokosci

Przewaga Technologiczna

B 0$Zumozliwia inspekcje komponentow o zréznicowanej wysokosci.
B Analiza potaczen lutowniczych z wykorzystaniem danych 2D i 3D.

B Algorytmy sztucznej inteligencji zwiekszajg doktadnos¢ wykrywania i tempo inspekcji.



QUICK Deep Learning AO!

System inspekcji podtozy DBC/AMB i potaczen potprzewodnikowych

;...:I

Tradycyjne AOI

Model Al do analizy Brak osi Z
potaczen lutowniczych Brak $ledzenia danych
Automatyczne Brak danych pomiarowych
programowanie potaczen lutowniczych

Kontrola odksztatcen podtozy
DBC/AMB

Pomiar pozycji i wymiarow potaczen
drutowych

Wykrywanie zarysowan i peknie¢
elementéw o wysokim potysku

., Inspekcja zanieczyszczen na
powierzchni podtoza

Przewaga Technologiczna

B Rejestracja obrazu w locie z zastosowaniem technologii bezszwowego taczenia obrazéw.
B Analiza odksztatcen podiozy DBC/AMB z wykorzystaniem potagczonych danych 2D i 3D.

B Algorytmy Al zwiekszajgce skutecznos¢ detekgcji i przepustowos¢ procesu inspekgji.

Potaczenie chipu Warstwa underfill Odksztatcenie DBC  Potaczenie drutowe
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Specyfikacja

Cechy Techniczne

e 0$ Z umozliwiajaca inspekcje elementéw o zréznicowanej wysokosci

o Potaczenie algorytmow Al i klasycznych, znaczaco zwiekszajace
zakres i skutecznos¢ inspekgc;ji

o Technologia bezszwowego taczenia obrazéw eliminujaca
znieksztalcenia

o Wielokierunkowe oswietlenie o wysokiej intensywnosci, umozliwiajace
dobér optymalnych warunkéw dla réznych typéw defektow

o Szybkie przetaczanie miedzy trybem rejestracji obrazu w locie,
czesciowym i zatrzymywanym

o Skuteczne wykrywanie defektéw takich jak kule lutownicze, podwajne
komponenty czy zarysowania PCB — w oparciu o algorytmy sztucznej
inteligenciji

o Opcjonalny profilometr wysokiej predkosci do precyzyjnego pomiaru
wysokosci

o Integracja algorytmoéw Al i metod tradycyjnych umozliwia analize
szerokiego zakresu defektow, wysokiej ztozonosci komponentéw i
zaktocen

EPOCH A200TZ / EPOCH A203TZ

Zastosowanie
Kamera

Zrédto $wiatta
System optyczny

Rozdzielczos¢ optyczna
Predkos¢ inspekciji

Tryb programowania

Kontrola usterek

System sterowania osi X-Y-Z
Doktadnos¢ pozycjonowania
Rozmiar nosnika PCB
Dopuszczalne wygiecie ptytki
Wysokosé przenosnika PCB
Kierunek transportu PCB
Maks. obcigzenie przenosnika
Regulacja szerokosci przenosnika,

transport
Maksymalna Géra
dopuszczalna
wysokos¢
y Dot
komponentu

Masa urzadzenia
Wymiary (szer. x gt. x wys.)
Zasilanie
Zasilanie powietrzem

Bezpieczenstwo

Oprogramowanie

Inspekcja wysokosci, ksztattu, wygiecia, wspdtptaszczyznowosci, wymiarow itp.
Kamera 5 MP / 12 MP o wysokiej predkosci rejestracji
Wielokierunkowe, biate $wiatto o duzej intensywnosci

10um /15 um /20 pm
2D: rejestracja obrazu w locie 320 / 430 / 570 mm/s; 3D: skan 300 mm/s
Programowanie rgczne, import danych CAD, programowanie Al

Niewyréwnanie, brak elementu, przechylenie, ,nagrobek”, odwrdcenie/przewrdcenie,
zly typ elementu, uszkodzenie komponentu, btedna polaryzacja, wytryski lutowia,
pecherze, koliniowos¢ pinéw, pozycja uktadu (die), wysokos¢ i objetosé, wygiecie

podtoza DBC

Precyzyjny naped srubowy; zakres osi Z: 100 mm
10 pm
50 x 50 mm (min) — 470 x 510 mm (maks)
<5mm
880 — 920 mm
Wiot z lewej / wylot z prawej lub odwrotnie (ustawienie fabryczne)
5kg

Automatyczna regulacja szerokosci, transport tasmowy
80 mm

60 mm

Okoto 750 kg
1000 x 1350 x 1650 mm
200-240V AC, 1 faza, 50/60 Hz, 3 kVA
5-6 bar
Zgodnos$c¢ z normami CE

Programowanie offline (standard), stacja serwisowa i system SPC (opcjonalnie),
oprogramowanie Deep Learning (opcjonalnie)
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Inspekcja mikrootworow w elastycznych ptytkach FPC o wysokiej gestosci potgczen
Petna inspekcja i pomiar modutéw elektroniki noszonej
Zintegrowana kontrola elementow SMT, dozowania kleju i warstw mylarowych

PR

Tradycyjne AOI

ptytki Model Al do analizy dtugi czas cyklu

potaczen lutowniczych Zmudne programowanie
Automatyczne programowanie Ograniczona detekcja nieregularnych

potgczen lutowniczych

I
|
1
|
I
Modele Al do inspekcji catej : Trudnosé w inspekcji catej ptytki,
1
I
|
1
|

Kontrola mikrootworow w
elastycznych ptytkach FPC o duzej
gestosci potaczen

Inspekcja modutéw SIP ze wszystkich stron

Kontrola warstwy mylarowej,
elementéw i procesu dozowania kleju

Przewaga Technologiczna

B Rejestracja obrazu w locie z zastosowaniem technologii bezszwowego tgczenia obrazow.
B Rejestrowanie obrazéw wysokiej rozdzielczosci potgczen lutowniczych mikrootworéw przy
uzyciu kamer mikroskopowych z wielokierunkowym oswietleniem.

B Algorytmy Al ograniczajg liczbe btednych detekcji i zwiekszajg wydajnos¢ procesu inspekgc;ji.

22 |
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o Inspekcja mikrootworéw o $Srednicy do 0,15 mm

o Rejestracja stereoskopowych obrazow wysokiej
rozdzielczosci przy uzyciu kamer mikroskopowych z
oswietleniem wielokierunkowym

e Oprogramowanie modutowe z mozliwoscia
programowania wedtug przebiegu procesu, dostosowane
do réznych typéw produktow

o Potaczenie algorytméw Al z metodami tradycyjnymi
umozliwia skuteczng analize szerokiego zakresu
defektéw, ztozonych struktur i zaktocen wystepujacych w
procesie produkgciji

Specyfikacja

Kamera Mikrokamera
Zrédto $wiatta Oswietlenie pierscieniowe bezcieniowe
Rozdzielczos¢ optyczna 1,33 um
Wspotczynnik btednej klasyfikacii <0,5%
Niezawodnos$é mechaniczna CPK>1,33
Powtarzalno$¢ pomiarowa AOI (GRR) <10%
Masa urzadzenia Okoto 1200 kg
Wymiary (szer. x gt. x wys.) 1000 x 1500 x 1650 mm
Zasilanie 200-240V AC, 1 faza, 50/60 Hz, 3 kVA
Zasilanie powietrzem 5-6 bar
Komunikacja Standard SMEMA

1=
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